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湯之上隆『半導体有事』（文春文庫、2023 年） 

 
A■本書のエッセンスは「まえがき」（p12-13）に書いてあるので、細かいことがわからなくてもここだけ
読めば何が書いてあるかだいたいわかる！ 
B■半導体が作られるまでには、めちゃくちゃ面倒くさい工程を経る必要がある。半導体製造工程自身が
細かく、複雑であるうえに、その前・後工程にはさまざまな装置や材料・人材が必要（例えば p31、p50-51）。 
C■半導体の製造を、マクロ的にみると、作りたい製品に合わせて設計するファブレス企業（例：アップル、
NVIDIA）、その設計にもとづいて半導体を製造する（前工程）ファウンドリ企業（例：TSMC）、できあがっ
た半導体ウエハーを切り出して IC チップを作り、フレームに固定する過程を担う（後工程）アセンブリ企
業の３つに分けられる（p49～50）。インテルは垂直統合を目指したが、そのためなのか、現在苦境に立つ。 
（D■第 3 章は TSMC 躍進の理由について書かれている。モリス・チャンと TSMC、盛田昭夫と SONNY の
との違いを議論したら、面白いのではないか？） 
（E■第 4 章の車載半導体不足問題は、新型コロナ感染対策に伴うサプライチェーン寸断の影響が大で、すで
に解決されている部分も多いと思うので、あまり踏み込まない。個人的興味としては、テスラなどの電気自動
車メーカーがトヨタなどの従来メーカーを駆逐していくことになるのかが気になる。） 
F■日本の半導体産業の凋落については、文献３（YouTube）を参照。過去の栄光・成功体験にしがみつ
き、メンツにこだわり、失敗を繰り返す。DRAMの敗北は、パソコン時代に対応できず、サムスンの破
壊的技術に敗北。スマホ、さらに AI 時代に対応して伸長したのが TSMC。旧バリューネットワークと新
バリューネットワークの攻防（文献６）。経産省等の政策は失敗つづき。病気の診断ができず、間違った
治療を行った（p151）。半導体産業は挽回不能である（p152）。TSMC の熊本誘致もかならず失敗する。 
G■ただし半導体製作に欠かせない装置、部品、材料の生産にはかなり強みをもっており（p152）、これら
のものがなければ、半導体の生産はできない。日本（企業）はこの部分の強みを生かし、半導体生産の国
際分業に欠かせない位置を保持する方向に、人材、技術、資金を投下するべきである。第 6 章を読むと、
戦前・戦中の日本の大本営が犯した失敗が半導体においても繰り返されているようで、暗うつとなる。 
 
◎議論してほしい課題１：半導体製造のトップに躍り出ようとしている中国に対して、安全保障や経済競
争の観点から、アメリカが CHIP 法や 22 年 10 月 7 日規制（p26-27に要約）によって世界市場から中国を
締め出そうとしたことから生じた緊張や国際摩擦をどうとらえるか？ アメリカの半導体市場からの中
国締め出しは、逆に中国国内でファブレス＋ファウンドリ企業の自立を促すことにならないか？ 健全
な国際分業を損なうことになりはしまいか？ かつて中国は世界最大の半導体需要国であったものの、
自給率は低かった。国。この状況を改善しようとする中国に対してアメリカが規制の網をかけ、中国は自
国に半導体工場を建てまくった結果、2018年に半導体生産世界第 3位の国となった。著者の主張（p228-

229）「半導体の製造能力を、各国・各地域が囲い込もうとクレイジーな競争を行っている。これは歪んだ
競争と言わざるを得ない」「危機を乗り越えるためにグローバルに協力し合うべきである」に私は賛同す
る。皆さんはどう思うか？ 
◎議論してほしい課題２：市場占有率 100％、80％、60％とか、極端な独占的・寡占的企業体制はどうし
て生じたのか？ 先端プロセスには 1 兆円を超える投資が必要。経年にわたる投資の遅れは、技術的な
致命的な遅れを招き、それを取り戻すのは非常に困難となる。そうやって競争に勝利した企業が国際間に
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存在することで国際分業が行われているのが半導体市場の特徴、それによって生じる問題はどのような
ところにあるか？ なぜファブレス企業、ファウンドリ企業、アセンブリ企業という分業体系ができあが
ったのか？ 
◎議論してほしい課題３：TSMC 創設者マイケル・チャンの言葉「グローバリズムはほぼ死んだ。自由貿
易もほぼ死んだ。多くの人がまた復活すると願っているが、私はそうは思わない」（p34）をどうとらえる
か？  
◎議論してほしい課題４：TSMC は、ファブレス企業、サプライヤーを巻き込みレガシー半導体から最先
端半導体までを製造する半導体ファウンドリとして盤石の基盤を築いているようだが、本当に盤石とい
えるだろうか。第 3章の後半部分を逆読みすると、「より高性能でより使いやすい、長持ちするバッテリ
ーを搭載した」スマホがほしがる“人間の欲望”にこたえようとするアップルの要請に応じるために、
TSMC は半導体業界の最先頭をつっぱしっているようにも読めるが、こうした状況は続くのだろうか？ 
◎議論してほしい課題５：ファブレスおよびファウンドリ企業を国内に上手に配置し、前工程・後工程ま
でを包括した韓国の K 半導体構想は投資規模や政府支援の本気度からみても一見有望に見えるが、どう
だろうか？ それにひきかえ日本の無策が際立つように思う。ラピダスや JASM（TSMC 熊本）は成功
するだろうか？ 
◎議論してほしい課題６：計画的陳腐化（planned obsolescence）という言葉がある。耐久性の低い製品を
つくり、一方でレベルアップした商品を売り出すことで、消費者を囲い込み、新しい製品を買わせるよう
に仕向ける（強いる）生産者サイドの戦略である。AI ソフト、スマホや PC では典型として、消費者の
無知・無力に乗じた、こうした形での消費の強制が生じていないだろうか？ 
〇個人的な関心：ドライエッチングに欠かせない PFAS（ポリフルオロアルキル物質）は重大な環境汚染
物質である。東京多摩地区でも PFAS 汚染が問題となっている。そのほかにも半導体産業は希少鉱物使
用や大量の水の使用など、環境汚染源となる可能性がある。環境との両立からみて、大きな問題を抱えて
いるといわざるを得ない。 
 

《参考文献》 

１ 内閣府：経済安全保障 - 内閣府 (cao.go.jp) 
２ 電子機器製造の産業基盤実態調査：Presentation title style – option 1 (meti.go.jp) 
３ 衆議院 2021 年 06 月 01 日 科学技術特別委員会 #04 湯之上隆（参考人  微細加工研究所所長） 
(youtube.com) 
４ Green Sustainability Kumamoto：熊本は“公害経済”を望むのか？ TSMC が熊本の美しい自然を破壊する
｜Green Sustainability Kumamoto (note.com) 
５ クリス・ミラー『半導体戦争』（ダイヤモンド社、2023 年） 
６ クレイトン・クリステンセン『イノベーションのジレンマ』（翔泳社、2000 年） 
《用語》 

開口数(numerical aperture；n sinθ)：EUV のレンズの分解能の指標。現行機種の開口数は 0.33 だが、High 
NA は 0.55。 
デナードのスケーリング則：電力使用は面積に比例する一方、電圧と電流の大きさは長さに反比例するため、ト
ランジスタが小さくなっても電力密度は一定に保たれる。 

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2019FY/000182.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iCbyGzxFPWE
https://www.youtube.com/watch?v=iCbyGzxFPWE
https://note.com/gskumamoto/n/n89f89758cb9f
https://note.com/gskumamoto/n/n89f89758cb9f
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B5%81
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ナノメートル（nm）：1nm=1/103μｍ＝1/10３mm 
パワー半導体：モータや照明などの制御や電力の変換を行う半導体。 
半導体：半導体とはトランジスタをどんどん、どんどん微細にしていったもの。「トランジスタを微細化する
と、他の工夫は何もせずに、高速になり、低消費電力化し、もちろん高集積化してコストも下がるという一石
四鳥のご利益がある」（p46）。この本で使われる「半導体」とは、ほとんどの場合、集積回路のこと。半導体
には、演算を行うロジック半導体、データを保存するメモリ半導体、さまざまな用途に応じた処理を行うアナ
ログ半導体の 3 種類がある。 
半導体エッチング：半導体ウエハー上に形成した薄膜（酸化膜など）を所望の形状に加工する工程。 
半導体リソグラフィ：原版に描画された半導体設計回路パターンを，露光装置を介してシリコンウェーハ上の
レジストに転写する装置。 
半導体用レジスト：樹脂（ポリマー）、感光剤、添加剤、溶剤を主成分とする混合物で、半導体製造に使用され
る。 
ブレーナ型と FinFET 型トランジスタの違い：簡単にいうと、ブレーナ型は平面型のトランジスタであり、
FinFET 型は立体構造をもつ。その分、後者は成形面体積が大きくなる。さらに３nm 以下の超微細回路には
Gate-All-Around (GAA)型（4 面構造）トランジスタが用いられる。 
ムーアの法則：半導体の性能は 18 カ月で 2 倍になる（集積回路の部品の数は年々2 倍になるとする解説もあ
り）。 
ARM（アーム）：半導体設計会社に命令セットアーキテクチャのライセンスを供与するイギリス企業。 
ASE（日月光）：台湾に本社をもつ半導体生産の後工程受託企業。 
ASML：オランダの半導体露光装置製造会社。最先端の半導体の製造に欠かせない極端紫外線（EUV）リソノ
グラフィ装置を 100％製造。EUV 装置の提供を通じて、ASML と TSMC は共進化関係にあると本書では指摘
されている（p83-84）。 
CASE（connected autonomous shared electric）：通信機能の集積、自動運転、シェアリング、電動化が、今後
の自動車が備える標準機能となることを指した用語。 
パワー半導体：交流を直流に変換する、電圧を下げるなど、電気エネルギーの制御や供給に用いられる半導体
のこと。 
DRAM (Dynamic Random Access Memory)：データを一時的に保持するために使われるメモリチップ。 
EDA（electronic design automation；電子的設計の自動化）：数百万～数十億個のトランジスタをチップ上に
どう配置するかを設計し、動作シミュレーションに使われるソフトウェア。ケイデンス、シノプシス、米シー
メンスの３社が圧倒的シェアを占める。 
imec（Interuniversity Microelectronics Centre）：ベルギールーベンにある世界最大級の半導体研究開発機関。 
NAND 型フラッシュメモリ：電源がなくても記憶を保持できる不揮発性メモリ。 
OSAT(outsourced semiconductor assembly and test)：パッケージングからテストまで半導体の後工程を受託
する製造業者。 
セルライブラリ：マクロセル（機能ブロック）を多数集めたデータベース。１つの製造プロセスに対して，200
程度の基本セルが用意されている。 
SMIC（中芯国際集成電路製造）：中国の半導体ファウンドリメーカー。 
SoC（system on a chip）：１枚の基板（チップ）上にさまざまな半導体部品を取り付けたもの。 
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SSD（Solid State Drive）。メモリ半導体を記録メディアとして使用する次世代の大容量記憶デバイス。 
TSMC（台湾半導体製造会社）：創設者モリス・チャン。世界最大かつ最も高性能の半導体ファウンドリメー
カー。 
UMC（聯華電子股份有限公司；United Microelectronics Corporation）：台湾の半導体ファウンドリ。 
＊用語解説は参考文献およびインターネット検索を要約したものです。 

 

課題１アメリカの半導体市場からの中国締め出しは、逆に中国国内でファブレス＋ファウンドリ企業の自
立を促すことにならないか？ →上記の問に対する ChatGTPの回答は以下のようなものでした。 

確かに、アメリカの半導体産業の国産化や中国の半導体産業への制限が中国国内のファブレスおよびファウンドリ企業の

自立を促進する可能性はあります。以下にその理由と考えられる影響をいくつか挙げてみます。 

1. 技術革新の加速 

制限があると、企業はより自立的な技術開発を目指すことになる。中国のファブレス企業は、自国での設計力を強化し、

独自の技術を開発することで、外国技術への依存度を減らす必要があります。これにより、技術革新が加速する可能性が

ある。 

2. 投資の促進 

中国政府や企業は、国内の半導体産業への投資を増加させることが考えられる。特に自国のファウンドリ（製造）施設の

拡充や技術的なブレークスルーを目指す研究開発が進む可能性がある。 

3. 国際競争力の向上 

自立を進めることで、中国のファブレス企業やファウンドリ企業は国際市場での競争力を高める可能性がある。特に、コ

ストや効率面で優れた技術を持つことで、海外市場にも展開できるようになるかもしれない。 

4. サプライチェーンの強化 

国際的な制限があると、サプライチェーンのリスクが高まるため、中国は国内の供給網の強化を進めるだろう。これによ

り、より安定した半導体供給が可能になり、外的要因に対する耐性が高まる。 

5. 政策の支援 

中国政府は、半導体産業の自立を促進するために様々な政策を導入する可能性がある。例えば、税制優遇や補助金、研究

開発への支援などが考えられる。 

6. 技術的課題と壁 

ただし、自立が進む一方で、高度な製造技術や材料、製造装置の調達には依然として難しい課題が残る。これらの技術は

先進国の企業が長年にわたり培ってきたものであり、中国が完全に追いつくには時間がかかる可能性もある。 

総じて言えるのは、アメリカの制限が中国の半導体産業の自立を促進する一方で、様々な課題やリスクも伴うということ。

中国がどのようにこれらの課題に対応し、成長を遂げるかは今後の展開に大きく依存している。 

 
●次回以降の読者会・おすすめ本（いずれも 2024 年刊） 

①山本圭『嫉妬論』（光文社新書）嫉妬、この人間の愚かな感情を政治思想の観点から考察 
②弘中淳一郎『特捜検察の正体』（講談社現代新書）最強の捜査機関が冤罪を生み出す危険な手口 
③伊藤孝『日本列島はすごい』（中公新書）天災に繰り返し襲われる島国で暮らす醍醐味を地学教師が解説 
④上野貴弘『グリーン戦争』（中公新書）全世界を巻き込んだ気候変動をめぐる国際政治 
⑤毛内拡『「頭がいい」とはどういうことか』（筑摩新書）藤井聡太と大谷翔平には共通点があった 


